1、 ※产品分类※：晶圆传运及包装 FOUP, Cassette, FOSB（在左侧分类里选择※必填项）
2、 ※产品名称※：3S 开放式晶圆匣 Open cassette
3、 ※英文名※：  3S Open Cassette
4、 属性设置：[image: ]（请在左侧三项里选择）
5、 上传缩略图：（请和对应的word文档放在一起单独建立一个文件夹）
尺寸要求131*193像素

[bookmark: _GoBack][image: ]



6、 上传文件：（请和对应的word文档放在一起单独建立一个文件夹）
3S Open Cassette.doc

7、 产品简介：（不超过200个字符）

3S 是全世界少数能提供FOSB的厂商之一, 目前前几大硅片厂都有使用 3S 的产品. 3S 产品符合 SEMI标准, 产品可靠深受客户肯定. 3S产品包括 300mm (12吋 wafer) 使用的FOSB, open cassette, FOUP. FOSB设计符合人体工学使用方便. Open cassette有优异的耐热及耐药性.主要提供给硅片厂, FOUP 具有轻量化及人性化设计, 并使用特殊材料防止因静电产生的微小 particle吸附.  产品除了提供给硅片厂外, 也提供给芯片厂,封装测试厂及半导体设备制造商. 另外3S 也提供客制化服务,欢迎来电咨询

英文
3S is one of the few manufacturers in the world that can provide FOSB. At present, the first few silicon wafer factories have used 3S products. 3S products comply with SEMI standards, and the products are highly reliable by customers. 3S products include 300mm (12 inch wafer) use FOSB, open cassette, FOUP. FOSB is designed to be ergonomic and easy to use. Open cassette has excellent heat resistance and chemical resistance. It is mainly provided to silicon wafer factories. FOUP has a lightweight and humanized design, and uses special materials to prevent The adsorption of tiny particles generated by static electricity. In addition to silicon wafer factories, products are also provided to chip factories and packaging and testing factories. In addition, 3S also provides customized services, please contact us


8、 功能特点：（见下例格式）
◆特点

英文：

· Used when cleaning wafers in the factory process
· 3S open cassette uses super engineering plastic
· Carriers in wafer manufacturing plants
· Excellent dimensional stability / precision / heat resistance / chemical resistance


中文：
· 工厂制程中清洗硅片时使用
· 3S 开放式晶圆卡匣采用超级工程塑料
· 晶圆制造厂制成间传送载具
· 有优秀的尺寸稳定/精密/耐热/耐药品的特点


◆优点

英文：

· Used when cleaning wafers in the factory process
· 3S open cassette uses super engineering plastic
· Carriers in wafer manufacturing plants
· Excellent dimensional stability / precision / heat resistance / chemical resistance


中文：
· 工厂制程中清洗硅片时使用
· 3S 开放式晶圆卡匣采用超级工程塑料
· 晶圆制造厂制成间传送载具
· 有优秀的尺寸稳定/精密/耐热/耐药品的特点





9、 规格参数：（见下例格式）


中文：
3S 开放式晶圆匣 
                         
容量 – 25片装
间距(PITCH) – 10mm
外型尺寸
- W332mm X D310mm X H301mm
重量
- 2.2kg(不包括晶圆)
- 5.2kg(不包括晶圆) 
重量随选配功能会有差异



英文：

3S Open Cassette
                         
Capacity - 25 pieces
Pitch(PITCH) - 10mm
Dimensions
-W332mm X D310mm X H301mm
weight
-2.2kg (excluding wafers)
-5.2kg (including wafers)
Weight depend on optional features

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


10、 产品应用：（见下例格式）

中文：
◆ 应用：

• 硅片厂
• 晶圆制造厂
• 封装测试厂
• 半导体设备制造商
应用于工厂内设备之间的搬运传送


英文：
◆ APPLICATIONS

• Wafer maker
• Chip maker
• Package and testing manufactory
• Equipment maker
For transportation between semiconductor factories
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